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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

電子セラミックスの室温プレス成形体の機能性を高めるために、メガプレスフォー
ミング(MF)法1)による強誘電体膜の高品質化を試みてきた。ここでは、チタン酸バ
リウム(BTO)のMF膜の機械的性質の改善のためエポキシ樹脂を含浸した膜の物性に
関する特徴の理解を整理するため、その微細構造、結晶構造、分極特性、リーク電
流特性、誘電特性を評価した。

実験
Experimental

予め大気中800℃、30 min間の熱処をした平均粒径2 μm(BT-UP2、日本化学工業、
蓚酸法)及び100 nm (BT-01、堺化学工業、水熱合成法)の出発原料を用いて、これ
までと同様にBTO-MF膜を作製した。その試料表面に、上部電極としてのAuスパッ
タ膜(0.5×0.5 mm2、厚さ500 nm程度)を堆積し、液状エポキシ樹脂を真空中で含侵
してから包装フィルムで挟み、架橋することでエポキシ樹脂含侵BTO-MF膜を得て、
SEM及びEDSによる微細構造観察、XRDによる構造評価、分極特性、リーク電流特
性、誘電特性の物性評価を行った。膜の相対密度(全体に対するBTO粒子が占める
割合)は、膜に含まれるBTOの重量、膜厚、膜面積から得た。作製したMF膜の平均
膜厚は、その試料を縦に樹脂包埋下後に「AT-032 クロスセクションポリシャー
（ALD付帯）」でフラットミリング処理を行い、断面SEM観察によって得た。MF
膜へのエポキシ樹脂含浸の状態は、「AT-032 クロスセクションポリシャー（ALD
付帯）」で断面ミリング処理を行い、その処理面のC由来EDSマッピングによって
確認した。

結果と考察
Results and Discussion

作製したエポキシ樹脂含侵BTO-MF膜(相対密度89%)は、断面EDSマッピングから
そのエポキシ樹脂がAl箔界面まで浸透していたことが確認され、優れたリーク電流
特性と飽和した分極特性も示した（Fig. 1参照）。XRDによる構造解析におい
て、MF膜の2θ/θ回折角がそれぞれの出発原料のものと一致したことから、それ
らの物性はプレス成形時や樹脂架橋時の圧力の影響をほとんど受けなかったと推察
される。一方で、エポキシ樹脂含侵BTO-MF膜の残留分極値(Pr)は焼結体のそれより
も低かった。さらに、誘電特性の温度依存性から、BTO-MF膜の相転移温度とみら
れる誘電異常はBTOの相転移温度(～130℃)よりも高温へシフトしていた。線膨張
係数(10-6/k)に着目すると、Alは23.6、BTOはa軸が15.7、c軸が6.2であり、BTO-
MF膜が高い相対密度を有することから、誘電異常が観察された温度域におい
て、BTO-MF膜はAl箔からの引張応力を受けたものと考えられる。
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